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摘 要 
 
 

 

研究在第一部分針對全球半導 體產業版圖近年來的顯著變化加以介紹及分 

析。再針對全球 IDM 轉型大趨勢下對全球半導體產業版圖的重要影響，並探討造

成 IDM 轉型的主要因素。第二部分則針對 IDM 轉型的主要方案及其優缺點進行

研究，而在 IDM 轉型過程中結盟現象的普遍也成為重要的探討主題。接著探討 

IDM 轉型造成全球半導體產業版圖在 2010~2020 年的變化情形。第三部分本研究針

對在 IDM 轉型過程中將會帶給全球晶圓代工產業的主要挑戰有哪些加以研究，除

了挑戰外，IDM 轉型所釋放出來的商機有多大也是相當重要的議題。緊接著則以波

特(Porter) 的五力分析研究在全新的半導體產業環境下，全球晶圓代工產業的新五力

結構以及對晶圓代工業競爭情勢及獲利能力的影響。最後則將這些研究做一完整的

結論，提供政府及產業界做為決策的重要參考。  
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Abstract 
 
 
 
 

In the first part of the studyresearch, we introduce the market share of the world's 

semiconductor industry in recent years, significant changes are described and analysed. 

IDM restructuring trend and the impacts on global semiconductor industry, and the 

transformation models of IDM. In the second part of the research, we study the major 

options of IDM transformation and their advantages and disadvantages. In the process of 

IDM’s transformation, strategy alliance has become an important research topic. How the 

transformation of IDM change the global semiconductor industry landscape in 2010 and 

2020. The third part of this research, we study what the IDM transformation process will 

bring global foundry industry the main challenges. In addition to the challenges, the IDM 

transformation released much of business is also very important topics. In the research, we 

apply Porter’s five forces methodolog to analyze the foundry industry in the new 

environment. How the new five forces structure influence the foundry competitive 

situation and profitability. Finally, we make complete conclusions, providing Government 

and industry as an important references.
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第一章 緒 論 
 

 
 

第一節  研究緣起  
 
 

CPU 大廠 AMD 將製造部門分割出去成立 Globalfoundries，AMD 則成為一家

Fabless 的 IC 設計公司。NXP 與 STM 將無線通訊晶片部門從各自公司分割出去合

併成為 NXP-STM Wireless 公司，亦為一家 Fabless 公司。IDM 公司宣佈縮減未來先

進製程的資本支出，淡出 IC 製造， 諸如 NXP 宣佈 2010 年以前關閉四座晶圓廠。

究竟 IDM 公司委外代工的商機有多大？IDM 公司若加速進行轉型，對整個半導體

產業的影響為何？尤其對晶圓代工產業所帶來的挑戰與商機。 

本研究將探討 IDM 公司委外代工的商機，IDM 公司若加速進行轉型，對整個

半導體產業的影響等重要議題， 以及台灣如何掌握這個有利的發展趨勢，獲取最大

的市場機會。提升台灣半導體產業的長期競爭力，以及在全球半導體產業的地位。 
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第二章 全球半導體市場現況及版

圖變動 
 

 
 

第一節  全球半導體產業概況  
 
 
 

2009 年全球半導體市場達到 2,263 億美元規模， 較 2008 年衰退 9.0%，受惠今

年全球經濟好轉，預估 2010 年全球半導體市場將達 2,815 億美元規模，年成長率可

望達到 24.4%。2008 年以來受到 DRAM 產業競爭情勢嚴峻，供過於求情況嚴重，跌

價幅度過大而壓低了全球半導體產值的表現，2009 年受到 2008 年下半年金融風暴

影響而衝擊 2009 年上半年的產值表現，隨著 2009 年第二季逐漸復甦，加上減產以

及庫存偏低而急單回補庫存等有利環境帶動下，使得 2010 上半年延續 2009 年以來

的復甦走勢，續創產值新高，預估 2010 年達到 2,815 億美元，較 2009 年成長

24.4%，為自 2005 年以來首次成長率突破二成的佳績。 
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第一節  IDM 公司與  Fabless 公司財務面比較  
 
 

 

IC 設計、製造、封測全都一手包辦的 IDM 公司，隨著設備資本支出與新產品

研發費用皆與日俱增的情況下，使得 IDM 公司面臨 Fabless(無晶圓廠)IC 設計業者

的強力競爭。以下將從兩者近五年來的獲利、負債與研發占營收比率進行營運效率

的比較分析。由於記憶體產業大都為 IDM 公司且少有 Fabless 業者，所以以下的分

析中將不包括記憶體相關廠商如 Samsung、Micron 等。本研究所挑選的 IDM 與

Fabless 業者，是從 2009 年全球半導體廠商排名前五十名中所挑選而出的。 

從圖 3-1 可看出，近五年來 Fabless 業者的毛利率一直保持在 50%以上，五年

平均值達 53.2%的水準，較 IDM 的 34.2%高出近 20%左右。其背後之原因在於 IDM 

廠商的生產成本中， 多出了生產設備的購置成本。此外，雖然 IDM 與 Fabless 業

者的毛利率呈現上揚的趨勢，但營業利益率卻是反向下降的。這樣的情況反應出隨

著技術不斷地演進下， 半導體業者的研發費用正不斷地攀升， 而侵蝕其獲利水

準。
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第一節  IDM 公司轉型的主要方案及優缺點  
 
 

 

全球 IDM 公司面臨 Fabless 產業激烈的競爭，轉型是不得不面對的重要議題。

然而，每家 IDM 公司的產品線不同，對製程技術的需求不同，以及應用市場的競爭

情勢也不一樣。加上不同區域公司文化背景的差異也左右了 IDM 公司轉型的方向。

本單元從整理過去 IDM 公司轉型的實例中，歸納出三類主要的類型。從轉型方案的

特色、優點及對全球半導體產業的影響分別說明如后。 

第一類 IDM 公司轉型的型態如圖 4-1 所示，為 IDM 公司相互合併，近期發生

的是日本兩家 IDM 大廠-Renesas 和 NEC 之間的合併。過去日本半導體公司的轉型

常發生在日本當地企業的併購。如 1999 年 NEC、Hitachi 將各自的 DRAM 產品線

分拆後相互合併為 Elpida，之後加入了 Mitsubishi 的 DRAM 部門， Renesas 則是

Hitachi 與 Mitsubishi 於 2003 合併而成，之後在 2010 年與 NEC 合併。從這過程中

我們看到了日本公司傾向將產品線聚焦，並與其它企業文化相近的日本企業合併以

追求規模與綜效。而 Sanyo Semiconductor 併入 On Semiconductor 則是少數日本半導

體公司與國外半導體公司合併的案例，Sanyo 無法在日本找到合適的合併對象，加

上與 On Semi 在市場佈局及產品線具有綜效，而促成 OnSemiconductor 併購了 Sanyo 

Semiconductor。Renesas 與 NEC 的合併使其成為全球最大的 MCU(微控制器元件)的

供應商。而 On Semiconductor 與 Sanyo Semiconductor 的合併則強化了電源管理及分

離式元件產品線的競爭力。IDM 與 IDM 公司之間的相互合併主要是在產品線重疊

的公司，藉由相互合併以追求研發及製造資源的整合， 追求整體的規模及綜效。對
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第一節  全球晶圓代工市場及競爭情勢  
 
 

2008 年下半年發生金融風暴後，全球半導體產業連帶受到影響，客戶擔心需求

急遽減少，而迅速對晶圓代工產業的下單量踩煞車。使得全球晶圓代工產能利用率

從 2008 年第三季的 86.4%，降至 2008 年第四季的 52.8%、2009 年第一季則進一步

降至 50.1%。整個半導體市場呈現悲觀的氣氛。孰料第一季末已陸續看到客戶庫存

過低而急切的提高對晶圓代工公司的下單量。整體晶圓代工產能利用率在 2009 年

第二季快速回升至 83.1%，第三季回升至 91.9%，第四季則是持平在 91.0%。整個晶

圓代工產業在金融風暴後呈現快速復甦的 V 型走勢。 

 
一、2010 年全球專業晶圓代工產值可望創新高  
 
 

2000~2010 年預估的全球專業晶圓代工產值如圖 5-1 所示。2009 年產值為

185.5 億美元，較 2008 年衰退 9.9%，優於 2009 年初產業界的預估值。觀察全球專

業晶圓代工產值自 2006 年成長 20.6%之後，2007 年及 2008 年產值均只微幅增長。

顯見在金融風暴發生前， 產業的泡沫很少、庫存水位較健康、整體半導體產業供應

鏈管理效率佳。這也使得風暴發生後庫存去化時間縮減，產值迅速回復水準。配合

整體經濟情勢在各國政府及國際組織的努力之下逐漸穩定， 消費信心回升快速， 

都是促使全球專業晶圓代工產業能快速走出谷底的重要因素。展望 2010 年全球專

業晶圓代工市場可望有較大幅度的增長：一來受到 2009 年產值基期較低的關係；

二來整體經濟情勢持續好轉， 終端應用市場樂觀； 第三則是
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一、 IDM 公司轉型改變全球半導體產業生態版圖  

二、 IDM 公司轉型對全球專業晶圓代工產業的影響  
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